
연수 제안서

연구 분야
유연/신축 기판 및 전극 소재와 디바이스 응용 기술 

개발

연구 과제명
메타복합소재 기반 2축제어 신축 기판 및 나노필러 

아키텍쳐링

연수 제안 업무
- 신축 기판/전극 소재 개발 및 디바이스 응용

- 3D/4D 프린팅 기술 개발 및 소프트일렉스토닉스 응용

ㅇ 연수 기간 : 2021.04.01. ~ 2023.02.28.

ㅇ 연구 목표

 신축 기판 및 전극이 포함된 디바이스 개발

 3D/4D 프린팅 기술 개발 및 소프트일렉트로닉스에 활용

ㅇ연구 내용 및 방법

 신축성 디바이스의 전기적/기계적 성능과 안정성을 향상 시키고, 디바이스의 변형률을 제어 

기술 개발

 기계적 메타물질을 도입하여 2축/3축 변형률 제어가 가능한 고투명, 신축성 기판 기술 개발

 3D 구조체 제작을 위한 잉크 소재의 레올로지 특성 분석 및 유동 해석

 3D 프린팅, 4D 구조체 제작 및 제어, 4D 구조체 기능성 발현 예측 시스템, 스마트 웨어러

블 및 센싱 시스템 구현을 목표로 체계적으로 연구를 수행.

 파급력이 큰 연구결과 확보를 위해 스마트 소자 기술을 웨어러블 시스템에만 국한되는 것

이 아니라, 센터 내 차기 기관고유 사업 연구인 “자유형상 디바이스 플랫폼을 위한 소프트 

극한소재 기술개발”에 기여함.

소속  부 서 : 소프트융합소재연구센터

연수 책임자 : 정 승 준


